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内容概要

Protel DXP 2004 SP2是目前国内使用最广泛的EDA软件之一。《全国高等职业教育规划教材:Protel DXP
2004 SP2印制电路板设计实用教程(第2版)》介绍了使用Protel DXP 2004 SP2进行印制电路板设计应具备
的基础知识，包括原理图设计、印制电路板设计、集成库的创建以及仿真技术。《全国高等职业教育
规划教材:Protel DXP 2004 SP2印制电路板设计实用教程(第2版)》充分考虑了高职高专学生的知识结构
，以培养学生正确的设计思路、提高学生解决实际问题的能力为目标，合理选择内容和案例，安排
了20个针对性很强的“上机与指导”内容。
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